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The Principles of
Standardization

In May 1995 the IPC’s Technical Activities Executive Committee (TAEC) adopted Principles of
Standardization as a guiding principle of IPC’s standardization efforts.

Standards Should:
• Show relationship to Design for Manufacturability

(DFM) and Design for the Environment (DFE)
• Minimize time to market
• Contain simple (simplified) language
• Just include spec information
• Focus on end product performance
• Include a feedback system on use and

problems for future improvement

Standards Should Not:
• Inhibit innovation
• Increase time-to-market
• Keep people out
• Increase cycle time
• Tell you how to make something
• Contain anything that cannot

be defended with data

Notice IPC Standards and Publications are designed to serve the public interest through eliminating mis-
understandings between manufacturers and purchasers, facilitating interchangeability and improvement
of products, and assisting the purchaser in selecting and obtaining with minimum delay the proper
product for his particular need. Existence of such Standards and Publications shall not in any respect
preclude any member or nonmember of IPC from manufacturing or selling products not conforming to
such Standards and Publication, nor shall the existence of such Standards and Publications preclude their
voluntary use by those other than IPC members, whether the standard is to be used either domestically
or internationally.

Recommended Standards and Publications are adopted by IPC without regard to whether their adoption
may involve patents on articles, materials, or processes. By such action, IPC does not assume any
liability to any patent owner, nor do they assume any obligation whatever to parties adopting the
Recommended Standard or Publication. Users are also wholly responsible for protecting themselves
against all claims of liabilities for patent infringement.

IPC Position
Statement on
Specification
Revision Change

It is the position of IPC’s Technical Activities Executive Committee that the use and implementation of
IPC publications is voluntary and is part of a relationship entered into by customer and supplier. When
an IPC publication is updated and a new revision is published, it is the opinion of the TAEC that the use
of the new revision as part of an existing relationship is not automatic unless required by the contract.
The TAEC recommends the use of the latest revision. Adopted October 6, 1998

Why is there
a charge for
this document?

Your purchase of this document contributes to the ongoing development of new and updated industry
standards and publications. Standards allow manufacturers, customers, and suppliers to understand one
another better. Standards allow manufacturers greater efficiencies when they can set up their processes
to meet industry standards, allowing them to offer their customers lower costs.

IPC spends hundreds of thousands of dollars annually to support IPC’s volunteers in the standards and
publications development process. There are many rounds of drafts sent out for review and the commit-
tees spend hundreds of hours in review and development. IPC’s staff attends and participates in com-
mittee activities, typesets and circulates document drafts, and follows all necessary procedures to qualify
for ANSI approval.

IPC’s membership dues have been kept low to allow as many companies as possible to participate.
Therefore, the standards and publications revenue is necessary to complement dues revenue. The price
schedule offers a 50% discount to IPC members. If your company buys IPC standards and publica-
tions, why not take advantage of this and the many other benefits of IPC membership as well? For
more information on membership in IPC, please visit www.ipc.org or call 847/597-2872.

Thank you for your continued support.

©Copyright 2005. IPC, Bannockburn, Illinois. All rights reserved under both international and Pan-American copyright conventions. Any copying,
scanning or other reproduction of these materials without the prior written consent of the copyright holder is strictly prohibited and constitutes
infringement under the Copyright Law of the United States.
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IPC J-STD-001D RO

Cerinţe pentru
Ansamblurile Electrice
şi Electronice Lipite

Un standard comun elaborat de Grupul de Lucru pentru Standardul
Naţional pentru Tehnici de Lipire (5-22a) şi Subcomitetul pentru Tehnici
de Lipire al Comitetului de Procese de Asamblare şi Îmbinări al IPC (5-20)

Traducere asigurata de:
L & G Advice Serv SRL
Petre Antonescu Nr. 13, Bl. 12, Ap.45, Bucharest 023592, Romania

Celestica International Inc.
844 Don Mills Road, Toronto, ON, M3C 1V7, Canada

Utilizatorii acestui standard sunt încurajaţi să participe la elaborarea
viitoarelor revizii.

Contact:
IPC
3000 Lakeside Drive, Suite 309S
Bannockburn, IL 60015-1249
Phone ( 847) 615-7100
Fax (847) 615-7105

Înlocuieşte:
J-STD-001C - Martie 2000
J-STD-001B - Octombrie 1996
J-STD-001A - Aprilie 1992

ASSOCIATION CONNECTING
ELECTRONICS INDUSTRIES ®
ASSOCIATION CONNECTING
ELECTRONICS INDUSTRIES ®

April 7, 2005

Copyright IPC-Association Connecting Electronics Industries 
Provided by IHS under license with IPC Licensee=Sandia National Lab/5932237100, User=sam, albert

Not for Resale, 05/28/2014 10:58:06 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

-
-
`
,
,
,
`
`
,
,
`
`
,
,
,
`
`
`
,
`
,
,
,
`
,
`
`
,
,
,
,
`
-
`
-
`
,
,
`
,
,
`
,
`
,
,
`
-
-
-

Full document details: IPC J-STD-001D ROMANIAN 2005

http://www.avadocuments.com/doc/ipc-j-std-001d-romanian-2005
http://www.avadocuments.com/doc/ipc-j-std-001d-romanian-2005


J-STD-001

ADOPTION NOTICE

J-STD-001, "Requirements for Soldered Electrical and Electronic
Assemblies", was adopted on 19-JUL-01 for use by the Department
of Defense (DoD).  Proposed changes by DoD activities must be
submitted to the DoD Adopting Activity: Commander, US Army
Tank-Automotive and Armaments Command, ATTN:  AMSTA-TR-E/IE,
Warren, MI  48397-5000.  Copies of this document may be purchased
from the The Institute for Interconnecting and Packaging
Electronic Circuits, 2215 Sanders Road, Northbrook, IL
60062-6135.  http://www.ipc.org/___________________

Custodians: Adopting Activity:
Army - AT
(Project SOLD-0059)

Army - AT
Navy - AS

Reviewer Activities:
Army - AV, MI

AREA SOLD

DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution
is unlimited.
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Mulţumiri
Membrii Grupului de Lucru pentru Standardul Naţional pentru Tehnici de Lipire (5-22a) au lucrat împreună la elaborarea
acestui document. Dorim să le mulţumim tuturor pentru devotamentul şi efortul lor depus în această activitate. Orice
publicaţie implică o tehnologie complexă de culegere de materiale dintr-o multitudine de surse. Cu toate că mai jos
sunt prezentaţi principalii membri din Grupul de Lucru al Standardului Naţional Comun pentru Tehnici de Lipire, nu
este posibil ca să-i putem enumera pe toţi aceia care au contribuit la elaborarea acestui standard. Fiecăruia dintre ei,
membrii IPC îşi exprimă gratitudinea.
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Cerinţe pentru Ansamblurile
Electrice şi Electronice Lipite

1 GENERALITĂŢI

1.1 Domeniu Acest standard descrie practicile şi cerinţele
pentru fabricarea ansamblurilor electrice şi electronice
lipite. În trecut, standardele de lipire ale ansamblurilor
conţineau tehnici de îndrumare cuprinzătoare cu adresare
în special principiilor şi tehnicilor. Pentru o mai bună
înţelegere a recomandărilor şi cerinţelor acestui document,
se poate utiliza împreună cu IPC-HDBK-001 şi IPC-A-610
şi IPC-HDBK-610.

Atunci când J-STD-001 este citat sau cerut în contract,
cerinţele din IPC-A-610 nu se aplică decât în cazul când
este cerut separat sau în mod special. Când IPC-A-610 este
citat împreună cu J-STD-001, ordinea de prioritate trebuie
să fie stabilită în documentele însoţitoare.

1.2 Scop Acest standard descrie materialele, metodele
şi criteriile de acceptare pentru ansamblurile electrice şi
electronice lipite. Intenţia acestui document este aceea
de a pune bază pe metodologia de control a procesului
pentru a se asigura că în timpul fabricaţiei unui produs
nivelele stabilite de calitate sunt respectate. Nu este în
scopul acestui standard excluderea oricărei proceduri
pentru plasarea componentelor, a fluxului şi a aliajului
folosit în obţinerea de conexiuni electrice.

1.3 Clasificare Acest standard recunoaşte împărţirea
ansamblurilor electrice şi electronice după scopul utilizării
finale. Au fost stabilite trei clase de produse finale care
reflectă diferenţele în caracterul de realizare practică,
complexitate, cerinţe de performanţe funcţionale şi
frecvenţa verificărilor (inspecţie/testare). Ar trebui
recunoscut faptul că există suprapuneri între clase în
cazul unui echipament.

Utilizatorul (v. 1.8.13) poartă responsabilitatea pentru
definirea clasei de produs. Clasa produsului ar trebui
să fie specificată în setul documentelor însoţitoare.

CLASA 1 Produse Electronice Generale

Cuprinde produsele potrivite aplicaţiilor unde cerinţa
majoră este funcţionarea ansamblului complet.

CLASA 2 Produse Electronice pentru Aplicaţii Dedicate

Cuprinde acele produse unde se cere o performanţă
continuă şi o durată de viaţă extinsă, şi pentru care
funcţionarea neîntreruptă este dorită dar nu e critică.
Condiţiile tipice de mediu nu ar trebui să producă defectări.

CLASA 3 Produse Electronice de Înaltă Performanţă

Cuprinde acele produse unde se cere tot timpul performanţă
înaltă sau unde cererea de performanţă este un factor critic,
timpul de cădere al echipamentului nu poate fi tolerat,
condiţiile de utilizare ar putea fi neobişnuit de grele
şi echipamentul trebuie să funcţioneze atunci când este
nevoie de el, de exemplu cum ar fi cele care susţin viaţa
sau alte sisteme critice.

1.4 Unităţi de Măsură şi Utilizare Toate dimensiunile
şi toleranţele şi la fel de bine şi alte unităţi de măsură
(temperatură, greutate etc.) din acest standard sunt
exprimate în unităţi SI (Sistem Internaţional) cu asigurarea
exprimării şi în unităţi Imperiale Britanice în paranteze.
Dimensiunile şi toleranţele folosesc milimetri ca formă
principală: micronii sunt folosiţi atunci când precizia face
ca milimetri să fie dificil de utilizat. Celsius se foloseşte
la exprimarea temperaturii. Greutatea este exprimată în
grame.

1.4.1 Verificarea Dimensiunilor Dimensiunile reale ale
elementelor montate şi ale racordurilor lipiturilor precum
şi determinarea procentelor nu sunt cerute decât în situaţiile
de arbitraj. Pentru scopurile determinării conformităţii
cu această specificaţie, toate valorile limită specificate în
acest standard sunt valori limită absolute aşa cum sunt ele
definite de ASTM E29.

1.5 Definiţia Cerinţelor Cuvântul va trebui este folosit
în textul acestui document ori de câte ori există o cerinţă
pentru materiale, pregătire, controlul procesului sau
acceptarea unei conexiuni lipite. Acolo unde cuvântul
va trebui duce la un defect de hardware pentru cel puţin
o clasă, cerinţele pentru fiecare clasă sunt notate în casetele
cu text din apropierea textului incident. Aceste casete sunt
totalizate în Anexa A. Anexa A identifică condiţiile listate
pentru fiecare clasă fie ca “Defect”, “Indicator de Proces”,
“Acceptabil”, sau “Cerinţă Nestabilită”. În cazul unei
nepotriviri între cerinţele din casetele cu text şi Anexa
A, cerinţele listate în casete au prioritate.

Desenele şi ilustraţiile din interiorul acestui document
ajută la interpretarea cerinţelor scrise din acest
standard. Textul scris are prioritate asupra figurilor.

IPC-HDBK-001, un document însoţitor al acestei
specificaţii, conţine explicaţii importante şi informaţii
practice alcătuite de IPC Technical Committies în legătură
cu această specificaţie. Deşi HDBK nu este o parte a
acestei specificaţii, atunci când apare o confuzie prin
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citirea cuvânt cu cuvânt a unei specificaţii, cititorul este
îndrumat la HDBK pentru desluşire.

1.5.1 Defecte Hardware şi Indicatoare de Proces
Caracteristicile hardware sau condiţiile care nu sunt
conforme la cerinţele acestei specificaţii sunt clasificate fie
ca defecte hardware sau indicatoare de proces hardware.
Defectele hardware listate în casuţele
text aplicabile vor trebui1 să fie
identificate, documentate şi tratate, de
ex. reprocesate, rebutate, reparate sau
utilizate aşa cum sunt.

Nu toţi indicatorii de proces specificaţi de acest standard
sunt prezentaţi în casetele de text. Indicatorii de proces
hardware ar trebui să fie înregistraţi (v. 11.3) dar
hardware-ul nu trebuie să fie tratat.

Este în responsabilitatea utilizatorului (v. 1.8.13) de a
defini categorii suplimentare sau unice de defecte aplicabile
la produs. Este în responsabilitatea producătorului (v. 1.8.5)
de a identifica defectele şi indicatoarele de proces care sunt
unice la un proces de asamblare (v. 1.13.2).

1.5.2 Materiale şi Procese Neconforme Hardware-ul
găsit a fi produs fie cu materiale sau procese care nu sunt
conforme cu cerinţele acestui standard va trebui2 să fie
tratat când condiţia este un defect prezentat în casetele
alăturate cu text. Această tratare va trebui2 să se adreseze
efectului potenţial al neconformităţii
asupra capabilităţii funcţionale a
hardware-ului cum ar fi fiabilitatea
şi durata proiectată de viaţă
(longevitatea).

Notă: Materialul şi procesul neconform diferă de defectele
şi indicatorii de proces hardware prin aceea că materialele/
procesele neconforme, de cele mai multe ori nu duc la
schimbări evidente în aspectul hardware-ului dar pot avea
impact asupra performanţelor hardware-ului; de ex. aliaj
contaminat, aliaj de lipire incorect (în conformitate cu
proiectul sau procedura).

1.6 Cerinţe Generale Aplicarea cerinţelor acestui
standard necesită stabilirea unui acord asupra cărei clase
aparţine produsul realizat. Dacă utilizatorul şi fabricantul
nu stabilesc împreună şi nu aplică proceduri documentate
asupra condiţiei de acceptabilitate, producătorul ar putea
să facă acest lucru.

Proiectele pentru ansamblurile motate pe suprafaţă (SMT)
necesită să treacă prin proceduri de “Proiectare pentru
Fiabilitate” (Design for Reliability) bazate pe parametrii
proiectaţi, condiţii de utilizare, durată de viaţă şi riscul
acceptat de cădere în funţionare pentru a verifica şi
asigura capabilitatea proiectelor de realizare a unei
funcţionări fiabile aşa cum se doreşte de la acea aplicaţie.

Pentru “Design for Reliability” puteţi consulta IPC-D-279
şi IPC-9701.

Operaţiile de lipire, echipamentele şi condiţiile descrise
în acest document sunt bazate pe proiectarea şi fabricarea
circuitelor electrice/electronice în conformitate cu
specificaţiile prezentate în Tabelul 1-1.

1.7 Ordinea de prioritate Contractul are întotdeauna
prioritate faţă de acest standard, standarde de referinţă
şi desene.

1.7.1 Conflict În cazul unui conflict între cerinţele
acestui standard şi desenul(ele)/documentaţia aplicabilă
ansamblului, desenul(ele)/documentaţia aplicabilă
ansamblului aprobat de utilizator are prioritate. În cazul
unui conflict între textul acestui standard şi documentele
aplicabile citate în acest document, textul acestui standard
are prioritate.În cazul unui conflict între cerinţele acestui
standard şi desenul(ele)/documentaţia ansamblului care
nu a fost aprobată de utilizator, acest standard este
determinant.

Când IPC J-STD-001 este citat sau cerut prin contract,
cerinţele din IPC-A-610 nu se aplică decăt in cazul în
care este cerut în mod separat sau specific. Când
IPC-A-610 sau alt document este citat împreună cu
IPC J-STD-001, ordinea de prioritate trebuie definită
în documentele însoţitoare.

1.7.2 Clauză cu Legături Relaţionale Când se face
o trimitere la o clauză din acest document, clauzele
subordonate sunt aplicabile.

1.7.3 Anexele Anexele la acest Standard nu conţin cerinţe
obligatorii numai dacă acest lucru este specificat separat în
documentele contractuale aplicabile, desene de asamblare,
documentaţia specifică de aprovizionare sau comenzi de
achiziţie.

1.8 Termeni şi Definiţii În afara altor termeni şi definiţii
explicate mai jos, cele folosite în acest standard sunt în
conformitate cu IPC-T-50.

1.8.1 Defect O neconformitate la cerinţele acestui
standard (prezentată pe parcurs sau cu referinţă la

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Tabel 1-1 Specificaţii de proiectare şi fabricaţie

Tip Cablaj Spec. proiectare
Spec.

fabricaţie
Cerinţe Generale IPC-2221 IPC-6011

Cablaje Rigide IPC-2222 IPC-60121
IPC-A-600

Cablaje Flexibile IPC-2223 IPC-6013
Cablaje Flex/Rig. IPC-2223 IPC-6013

Nota 1. Acest document aplică excepţiile la cablaje neechipate pentru
condiţiile de “measling” din IPC-A-600G, Clauza 2.3.1, şi IPC-6012,
Clauza 3.3.2.1.
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Anexa A) sau alt factor de risc aşa cum este identificat de
către producător. (v 1.8.5).

1.8.2 Tratarea Determinarea felului în care defectele ar
trebui să fie tratate. Tratările includ, dar nu sunt limitate
la refacere, utilizare aşa cum este, rebut sau reparare.

1.8.3 Distanţa de Izolare Electrică În cuprinsul
acestui document distanţa minimă între conductoare
necomune neizolate (de ex., conductoare imprimate,
materiale, hardware, sau reziduuri) se referă la aşa zisă
“distanţa minimă de izolare electrică” şi este definită în
standardele de proiectare aplicabile sau în documentaţia
aprobată sau controlată. Materialul izolator necesită să
asigure o izolare electrică suficientă. În absenţa unui
standard de proiectare cunoscut se foloseşte Anexa D
(care este extrasă din IPC-2221). Orice afectare a distanţei
minime de izolare electrică reprezintă o condiţie de defect.

1.8.4 Tensiune Înaltă Termenul de “ tensiune înaltă”
va fi diferit de la proiect la proiect sau aplicaţie. Criteriile
de tensiune înaltă din acest document sunt aplicabile doar
când se cere în mod special în documentaţia de proiect/
aprovizionare.

1.8.5 Producătorul (Asamblorul) Individul, organizaţia
sau compania responsabilă pentru procesul de asamblare
şi activităţile de verificare necesare şi care asigură
conformitatea deplină ale ansamblurilor la cerinţele
acestui standard.

1.8.6 Dovezi Obiective Dovezi sub formă scrisă, date de
calculator, înregistrări video, sau alt tip de media.

1.8.7 Controlul Procesului Un sistem sau o metoda
de conducere continuă a unei operaţii pentru reducerea
variaţiilor în procese şi produse cu scopul de a îndeplini
sau depăşi obiectivele de realizare a performanţelor şi
cele de calitate.

1.8.8 Indicator de proces O anomalie detectabilă, alta
decât un defect, care este atribuită unor variaţii de material,
operarea echipamentului, execuţiilor manuale sau procese.

1.8.9 Competenţa Capabilitatea de îndeplini sarcinile
în conformitate cu cerinţele şi procedurile de verificare
detaliate în acest standard.

1.8.10 Faţa Destinaţie a Aliajului Faţa de destinaţie a
aliajului este acea faţă a PCB spre care aliajul curge în
aplicaţiile cu găuri.

1.8.11 Faţa Sursă a Aliajului Faţa sursă a aliajului este
acea faţă a PCB pe care aliajul este aplicat.

1.8.12 Furnizor Individul, organizaţia sau compania
care asigură producătorului (asamblorului) componente
(electronice, electromecanice, mecanice,cablaje,etc) şi/
sau materiale (aliaj de lipit, flux,agenţi de curăţire, etc)

1.8.13 Utilizator Individul, organizaţia, compania,
autoritatea desemnată pentru contractare, sau agenţia
responsabilă cu procurarea hardware-ului electric/
electronic şi având autoritatea de a defini clasa
echipamentului şi orice variaţii sau restricţii de la
cerinţele acestui standard.(de ex. autorul/titularul
contractului în care sunt prezentate în detaliu aceste
cerinţe)

1.9 Cerinţe pentru subcontracte Atunci când acest
standard este cerut în contract, cerinţele aplicabile acestui
standard (incluzând clasa produsului – v. 1.3) vor trebui1

să fie impuse la toate subcontractele aplicabile, desene de
asamblare, documentaţia şi comenzile
de achiziţii. Până când se specifică în
alt mod, cerinţele acestui standard nu
sunt impuse asupra ansamblurilor sau
subansamblurilor comerciale, de raft
sau de catalog.

Când un reper este definit corespunzător de specificaţii,
atunci cerinţele acestui standard ar trebui să fie impuse
la fabricarea acelui reper doar atunci când este necesar
să fie îndeplinite cerinţele produsului final. Atunci când
însă este neclar unde ar trebui să se oprească cu cerinţele,
este în responsabilitatea producătorului de a stabili acestă
precizare împreună cu utilizatorul.

1.10 Competenţa Personalului Toţi instructorii, operatorii
şi personalul de inspecţie vor trebui2 să fie competenţi în
îndeplinirea sarcinilor. Dovezile obiective ale competenţei
vor trebui2 să fie menţinute şi disponibile pentru analiză.
Dovezile obiective ar trebui să includă înregistrări ale
instruirilor aplicabile la funcţiile îndeplinite, experienţa
în muncă, testări la cerinţele acestui
standard, şi/sau rezultatele la analizele
periodice ale competenţei.
Supravegherea şi instruirea la locul
de muncă este acceptabilă până când
competenţa este demonstrată.

1.11 Cerinţe de Acceptare Toate
produsele vor trebui3 să îndeplinească
cerinţele de asamblare specificate
în desene/documentaţii şi cerinţelor
aplicabile clasei de produs specificate
în acest document.

Producătorii vor trebui4 să realizeze o
inspecţie de 100% a produselor, în cazul când se poate
aplica o inspecţie prin eşantionare, această activitate face

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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parte dintr-un plan documentat de control al procesului (v.
11.2.2)

1.12 Cerinţe Generale de Asamblare Integritatea electrică
şi mecanică a componentelor şi
ansamblurilor va trebui1 să fie
păstrată după toate procesele aplicate
în timpul fabricaţiei şi asamblării
(de ex. manipulare, stocare termică,
fluxare, lipire şi curăţare)

1.13 Alte Cerinţe

1.13.1 Sănătate şi Protecţie Utilizarea unor materiale,
la care face referire acest standard, poate avea efecte
necontrolate. Pentru asigurarea siguranţei personalului,
respectaţi cerinţele locale aplicabile de protecţie a muncii.

1.13.2 Proceduri pentru Tehnologii Speciale Ca un
document de consens industrial, acesta nu poate acoperi
toate combinaţiile posibile de componente şi proiecte, de
ex. înfăşurările magnetice, frecvenţă înaltă, tensiune înaltă,
etc. Acolo unde sunt folosite tehnologii nestandardizate sau
strict specializate, ar putea să fie necesară dezvoltarea unor
criterii unice de acceptabilitate. Adesea, definiţia unică este
necesară pentru a lua în considerare caracteristicile speciale
în timp ce se au în vedere criteriile de performanţă ale
produsului.

Dezvoltarea acestora ar trebui să
includă implicarea utilizatorului.
Criteriul de acceptare va trebui2

să aibă aprobarea acestuia. Cerinţele
de plantare şi lipire pentru procesele
şi/sau tehnologiile nespecificate în
cuprinsul acestui document vor
trebui3 să fie realizate în conformitate cu proceduri
documentate şi care vor fi disponibile pentru analiză.

Ori de câte ori este posibil aceste criterii ar trebui
să fie supuse Comitetului Tehnic IPC pentru a fi
luate în considerare în vederea includerii lor în
reviziile următoare ale acestui standard.

1.13.2.1 Fabricaţia unor Dispozitive care Încorporează
Înfăşurări Magnetice Acest standard este foarte limitat
în aplicabilitatea proceselor de fabricaţie asociate cu
montarea circuitelor electronice interne, cu lipirea
conexiunilor interne ale transformatoarelor, motoarelor şi
dispozitivelor similare. În afară de cazul când un utilizator
are o necesitate specifică pentru controlul asigurat de acest
standard, cerinţele echivalente nu ar trebui să fie impuse

la fabricaţia elementelor interne ale acestor dispozitive.
Punctele de interconexiuni externe (de ex. terminale,
pini, etc) vor trebui4 să îndeplinească
cerinţele de solderabilitate(lipitura)
ale acestui document, mai puţin
îmbătrinirea accelerată la vapori
de apă.

1.13.2.2 Aplicaţii de Înaltă Frecvenţă Aplicaţiile de înaltă
frecvenţă (de ex. unde radio sau microunde) ar putea
impune distanţe speciale, sisteme de montare şi proiecte de
asamblare care pot diferi de cerinţele stabilite în cuprinsul
acestui document.

1.13.2.3 Aplicaţii de Înaltă Tensiune Aplicaţiile de înaltă
tensiune ar putea impune distanţe
speciale, sisteme de montare şi
proiecte de asamblare care pot diferi
de cerinţele stabilite în cuprinsul
acestui document.

Firele care sunt la un potenţial de 6kV şi mai mare nu vor
trebui5 să fie rupte.

2 DOCUMENTE APLICABILE

Următoarele documente, ale prezentei publicaţii ca efect,
se constituie ca o parte a acestui document pentru a extinde
specificaţiile precizate pe parcursul acestei publicaţii.

2.1 EIA1

EIA-557-1 Statistical Process Control Guidance for
Selection of Critical Manufacturing Operations for Use
Implementing an SPC System for Passive Components

2.2 IPC2

IPC-HDBK-001 Requirements for Soldered Electrical
Electronic Assemblies Handbook

IPC-A-36 Cleaning Alternatives Board

IPC-T-50 Terms and Definitions for Interconnecting and
Packaging Electronic Circuits

IPC-D-279 Design Guidelines for Reliable Surface Mount
Technology Printed Board Assemblies

IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies

IPC-OI-645 Standard for Visual Optical Inspection Aids

IPC-TM-650 Test Methods Manual3

2.3.25 Detection and Measurement of Ionizable Surface
Contaminants

2.3.27 Cleanliness Test Residual Rosin

1. www.eia.org
2. www.ipc.org
3. Metodele de test curente si reviziile lor sunt disponibile prin intermediul subscribtiei la IPC-TM-650 ori pe site-ul IPC (www.ipc.org/

html/testmethods.htm)

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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2.3.28 Ionic Analysis of Circuit Boards Ion
Chromatography Method

2.3.38 Surface Organic Contamination Detection

2.3.39 Surface Organic Contamination Identification Test
(Infrared Analytical Method)

2.4.22 Bow and Twist

2.6.3 Moisture and Insulation Resistance, Rigid,
Rigid/Flex and Flex Printed Wiring Boards

2.6.3.3 Moisture and Surface Insulation Resistance,
Fluxes

IPC-SM-817 General Requirements for Dielectric Surface
Mounting Adhesives

IPC-CC-830 Qualification and Performance of Electrical
Insulating Compound for Printed Board Assemblies

IPC-2221 Generic Standard on PWB Design

IPC-2222 Sectional Standard on Rigid PWB Design

IPC-2223 Sectional Design Standard for Flexible Printed
Boards

IPC-6011 Generic Performance Specification of Printed
Boards

IPC-6012 Qualification and Performance Specification for
Rigid Printed Boards

IPC-6013 Qualification and Performance for Flexible
Printed Boards

IPC-7095 Design and Assembly Process Implementation
for BGAs

IPC-9191 General Guidelines for Implementation of
Statistical Process Control (SPC)

IPC-9201 Surface Insulation Resistance Handbook

2.3 Joint Industry Standards4

IPC/EIA J-STD-002 Solderability Tests for Component
Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires

J-STD-003 Solderability Tests for Printed Boards

J-STD-004 Requirements for Soldering Fluxes

J-STD-005 Requirements for Soldering Paste

J-STD-006 Requirements for Electronic Grade Solder
Alloys and Fluxed and Non-Fluxed Solid Solders for
Electronic Soldering Applications

IPC/JEDEC J-STD-020 Moisture/Reflow Sensitivity
Classification for Plastic Integrated Circuit Surface
Mount Devices

IPC/JEDEC J-STD-033 Standard for Handling, Packing,
Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface
Mount Devices

IPC/JEDEC-9701 Performance Test Methods and
Qualification Requirements for Surface Mount Solder
Attachments

2.4 ASTM5

ASTM E29 Standard Practice for Using Significant
Digits in Test Data to Determine Conformance with
Specifications

2.5 Electrostatic Discharge Association6

ANSI/ESD-S-20.20 Protection of Electrical and Electronic
Parts, Assemblies and Equipment

3 CERINŢE PENTRU MATERIALE, COMPONENTE ŞI
ECHIPMENTE

3.1 Materiale Materialele şi procesele folosite pentru a
asambla/produce ansambluri electronice vor trebui1 să fie
astfel selecţionate încât folosirea acestora în combinaţie să
conducă la produse acceptabile la
acest standard.

Când elemente majore ale unor
procese atestate sunt schimbate
(de ex., flux, pastă de lipit, medii
de curăţare sau sisteme, aliaje de
lipit sau sisteme de lipit) validarea
acceptabilităţii schimbărilor va trebui2 să fie realizată
şi documentată. Ele pot fi în legătură cu o schimbare
a furnizorului de PCB, a materialului folosit la masca
selectivă la lipire (solder mask) sau a metalizării. Un
exemplu de metodă pentru validare este dat în Anexa C.

3.2 Aliaj Aliajele de lipit vor trebui3

să fie în conformitate cu J-STD-006
sau echivalent. Se pot folosi şi alte
aliaje de lipit decât Sn60A, Pb36B şi
Sn63A dar care să asigure calităţile
electrice şi mecanice cerute produsului, dacă toate celelalte
condiţii ale acestui standard sunt îndeplinite şi dovezile
obiective ale acestora sunt disponibile pentru analiză.
Fluxul ca o parte integrantă a firului de aliaj de lipit
(fludor) va trebui3 să îndeplinească cerinţele din 3.3.
Procentajul de flux este opţional.

3.2.1 Aliaj – Fără Plumb (Lead Free) Aliajele de lipit cu un
conţinut mai mic în greutate de 0.1% în plumb neprezentate
în J-STD-006 ar putea să fie folosite atunci când utilizarea

4. www.ipc.org
5. www.astm.org
6. www.esda.org

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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lor este stabilită de comun acord de către producător şi
utilizator.

3.2.2 Menţinerea Purităţii Aliajului Aliajul folosit pentru
precondiţionare, îndepărtarea aurului, cositorire a părţilor şi
la maşina de lipit (solder pot) va trebui1 să fie analizat,
înlocuit sau completat cu o frecvenţă care să asigure
conformitatea cu limitele specificate în Tabelul 3-1.

Aliajele, altele decât Sn60A, Sn63A
sau Pb36B aliaje Sn/Pb, vor trebui1

să fie în conformitate cu limitele din
documente echivalente.

Dacă limitele contaminanţilor sunt depăşite, intervalele
dintre analize, înlocuire sau completare vor trebui1 să fie
scurtate. Frecvenţa analizelor ar trebui să fie determinată pe
baza unor date istorice sau analize lunare. Înregistrările
conţinând rezultatele tuturor analizelor şi utilizarea băii de
lipit (de ex., timpul total în utilizare, cantitatea de aliaj
adaugată sau cantitatea de produse procesate) vor trebui1

să fie menţinute cel puţin un an pentru fiecare proces/
sistem.

3.3 Flux Fluxul va trebui2 să fie în conformitate cu
J-STD-004 sau echivalent.

Fluxul va trebui3 să fie conform nivelurilor reactivităţilor
L0 şi L1 ale fluxurilor din materiale ca răşină naturală
(RO), răşini sintetice (RE) sau organice (OR), cu excepţia
fluxului organic cu reactivitate L1 care nu va trebui3 să
fie folosit în procesele de lipire fără curăţare (tehnologie
No Clean).

Când sunt folosite alte nivele de reactivitate sau
alte materiale de flux, datele care să demonstreze
compatibilitatea vor trebui3 să fie
disponibile pentru analiză (v. 3.1)

Notă: Combinaţiile testate anterior
dintre procesele de lipire folosind
paste sau fluxuri, sau care sunt
calificate în conformitate cu alte
specificaţii, nu necesită testări
suplimentare.

Tipurile de flux H sau M nu vor trebui2 să fie utilizate la
cositorirea firelor multifilare.

3.3.1 Aplicarea Fluxului Atunci când
se foloseşte un flux extern împreună
cu aliaj de lipit cu flux în interior (de
ex. fludor), fluxurile vor trebui4 să fie
compatibile.

3.4 Pasta de Lipire Pasta de lipire
va trebui5 să fie în conformitate cu
J-STD-005 sau echivalent. Pasta de
lipire va trebui5 de asemenea să
îndeplinescă cerinţele din 3.2 şi 3.3.

3.5 Preforme de Lipire Preformele
de lipire vor trebui6 să îndeplinească
cerinţele din 3.2 şi 3.3.

3.6 Adezivi Materialele adezive, neconductive electric,
folosite la fixarea componentelor ar trebui să fie conforme
cu cerinţele unui document acceptabil sau un standard, de
ex., IPC-SM-817 sau altul specificat.
Adezivii aleşi nu vor trebui7 să
dăuneze componentei sau ansamblului
asupra cărora se aplică. Materialul va
trebui7 să fie întărit, tratat
termic(polimerizat).

3.7 Materiale Chimice de Dezizolare
Soluţiile chimice, pastele şi cremele
nu vor trebui8 să cauzeze defectări
sau degradări. Soluţiile chimice de
dezizolare nu vor trebui8 să fie
folosite pentru firele împletite.

3.8 Dispozitive Termocontractabile la Lipire Dispozitivele
termocontractabile la lipire vor
trebui9 să fie utilizate în conformitate
cu recomandările producătorului dacă
nu este specificat în alt mod. De văzut
cerinţele de curăţare de la 8.1.

(1) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Tabel 3-1 Limitele1 Aliajelor Staniu/Plumb

Contaminant

Limita max. de Contaminant% 2

Precond. (Terminal/
FirCositorire)

LipireAnsamblu
(Cuvă,Val,Etc)

Cupru 0.750 0.300
Aur 0.500 0.200
Cadmiu 0.010 0.005
Zinc 0.008 0.005
Aluminiu 0.008 0.006
Antimoniu 0.500 0.500
Fier 0.020 0.020
Arsenic 0.030 0.030
Bismut 0.250 0.250
Argint3 0.750 0.100
Nichel 0.025 0.010
Nota 1. Conţinutul de staniu al aliajului de lipit va trebui1 să fie în intervalul

+-1.5% din valoarea nominală pentru aliajul specificat şi testat la
aceleaşi frecvenţe pentru contaminarea de cupru/aur. Balanţa băii
va trebui1 să fie plumbul sau elementele listate deasupra.

Nota 2. Cantitatea totală de impurităţi de cupru, aur, cadmiu, zinc şi aluminiu
nu va trebui1 să depăşească 0.4% pentru lipirea ansamblului.

Nota 3. Nu este aplicabil pentru Pb36B: limitele trebuie să fie de la 1.75% la
2.25%.

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(6) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(7) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(8) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(9) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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3.9 Componente Componentele (de ex., dispozitivele
electronice, părţile mecanice, PCB-urile) alese pentru
asamblare vor trebui1 să fie
compatibile cu toate materialele
şi procesele, de ex. în domeniul
temperaturilor, folosite la fabricarea
ansamblului/produsului.

Componentele sensibile la umiditate (aşa cum sunt
clasificate după IPC/JEDEC J-STD-020 sau alte proceduri)
vor trebui1 manipulate într-o manieră consecventă cu
IPC/JEDEC J-STD-033 sau alte proceduri documentate.

3.9.1 Solderabilitatea Componentele electronice/
mecanice (inclusiv PCB-uri) şi firele care urmează
a fi lipite vor trebui2 să îndeplinească cerinţele de
solderabilitate din J-STD-002 sau echivalent iar PCB-
urile vor trebui2să îndeplinească cerinţele din J-STD-003
sau echivalent. Când este realizată o precositorire şi o
inspecţie a acesteia, ca o etapă a unui
proces de asamblare documentat,
aceste operaţii pot fi asimilate
testarărilor de solderabilitate
(v. 3.9.2).

3.9.2 Menţinere Solderabilitate Producătorul va trebui3

să asigure că toate componentele, reperele, terminalele,
firele şi PCB-urile care au întrunit cerinţele din 3.9.1 sunt
solderabile de la bun început pentru operaţii manuale şi/sau
automate de lipire. Producătorul ar
trebui să îşi stabilească proceduri
care să minimizeze degradările
solderabilităţii elementelor
(v.IPC-HDBK-001).

3.9.3 Îndepărtarea Aurului Aurul va
trebui4 să fie îndepărtat:

• De pe cel puţin 95% din suprafaţa de
lipit a terminalelor componentelor ce
urmează a fi lipite în găuri metalizate, cu acoperiri de
aur în grosime de 2.5 μm [0.0984 mil] sau mai mari.

• De pe 95% de pe toate suprafeţele componentelor
montate pe suprafaţă ce urmează a fi lipite indiferent
de grosimea aurului.

• De pe suprafaţa de lipit a conectorilor placaţi cu aur în
grosime de 2.5 μm [0.0984 mil] sau mai mult. Un proces
de dublă de stanare sau un val dinamic de aliaj poate fi
folosit pentru îndepărtarea aurului.

Acoperirile PCB-urilor cu aur prin imersie pe nichel depus
chimic (ENIG-Electroless nickel immersion gold) sunt
exceptate de la această cerinţă.

Aceste cerinţe ar putea fi eliminate dacă există dovezi
obiective disponibile pentru analiză că nu sunt probleme
legate de fragilitatea indusă de prezenţa aurului în lipitură
asociate procesului de lipire utilizat.

3.9.4 Refacerea Reperelor Nesolderabile Înainte de lipire,
terminalul unei componente, o terminaţie sau un PCB care
nu este conform cerinţelor de solderabilitate din 3.9.1,
poate fi reprocesat (de ex. prin cufundare în aliaj topit).

În timpul cositoririi, la terminalele componentelor care
sunt sensibile la temperatură vor trebui5 să fie ataşate
radiatoare. Un reper reprocesat va
trebui5 să fie conform cu cerinţele
din 3.9.1, mai puţin îmbătrânirea
accelerată la vapori de apă.

3.9.5 Defectarea Componentei şi a Etanşarii Capsulele
componentelor şi etanşările zonelor pe
unde ies terminalele nu vor trebui6 să
fie deteriorate peste limitele cerinţelor
din specificaţii.

3.9.6 Defectarea Componentei Defecte minore pe
suprafaţă, decolorări, crăpături ale meniscului, sau aşchii
foarte mici sunt acceptabile. Totuşi, acestea nu vor trebui7

să expună substratul componentei sau elementul activ şi
nici să afecteze integritatea structurală. Nu va trebui7

să existe nici o defectare a componentelor în plus
faţă de limitele admise specificate ale
componentei. Componentele nu vor
trebui7 să fie carbonizate. Crăpăturile
vizibile pe zonele de etanşare
metal-sticlă nu sunt acceptabile.

Notă: Un ajutor cu exemple vizuale poate fi găsit în
IPC-A-610.

3.9.7 Acoperirea Meniscului
Terminalul componentei nu
va trebui8 să fie tăiat în zona
meniscului.

3.10 Cerinţe de Curăţare înainte de Lipire Ansamblul ar
trebui să fie curat de orice material care ar împiedica
îndeplinirea cerinţelor la acest standard.

3.11 Echipamente şi Unelte de Lipire Uneltele şi
echipamentele folosite vor trebui9 să fie alese şi
întreţinute astfel încât prin folosirea lor să nu rezulte
nici o defectare sau degradare care ar fi în detrimentul
funcţiilor proiectate ale elementelor sau ansamblurilor.
Staţiile de lipit, echipamentele şi sistemele vor trebui9 să
fie alese şi folosite pentru a asigura controlul temperaturii
şi izolarea faţă de suprasolicitare electrică sau ESD (v.4.1).
O unealtă folosită la tăierea terminalelor nu va trebui9

să transmită şocuri care să defecteze îmbinarea de etanşare
a componentelor sau legăturile interne.
În Anexa B sunt date indicaţii pentru
selecţia şi întreţinerea uneltelor.

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Ind Proc
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(6) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(7) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(8) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(9) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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4 CERINŢE GENERALE PENTRU LIPIRE ŞI ASAMBLARE

4.1 Descărcare Electrostatică (ESD) Dacă se utilizează
dispozitive susceptibile la ESD, producătorul va trebui1

să stabilească şi să implementeze un program documentat
de control la ESD în concordanţă
cu ANSI/ESD-20.20 sau cu altă
specificaţie. Documentaţia necesară
pentru un program efectiv va trebui1

să fie disponibilă pentru analiză.

4.2 Facilităţi Curăţenia şi condiţiile de mediu în toate
ariile de lucru vor trebui2 să fie menţinute la nivele care să
prevină contaminarea sau deteriorarea
sculelor, materialelor şi suprafeţelor
de lipit. Mâncatul, băutul şi/sau
fumatul vor trebui2 să fie interzise
în ariile de lucru.

4.2.1 Controlul Condiţiilor de Mediu Facilităţile de lipire
ar trebui să fie închise, temperatura şi umiditatea să fie
controlate, presiunea interioară să fie menţinută la un
nivel pozitiv.

4.2.2 Temperatura şi Umiditatea
Atunci când umiditatea scade la
un nivel de 30% sau mai puţin,
producătorul va trebui3 să verifice
dacă programul de control al
descărcărilor electrostatice este adecvat şi că domeniul
de umiditate din ariile de asamblare este suficient pentru
a permite lipirea şi dacă materialele de asamblare mai
sunt corespunzătoare, bazat pe recomandările vânzătorului
sau pe dovezi documentate ale randamentului procesului.
Pentru comfortul operatorului şi menţinerea solderabilităţii,
temperatura ar trebui să fie menţinută între 18°C [64.4°F]
şi 30°C [86°F] şi umiditatea relativă nu ar trebui să
depăşească 70%. Pentru controlul procesului, pot fi
stabilite limite mult mai restrictive.

4.2.3 Iluminatul Iluminatul la suprafaţa punctelor de lucru
ar trebui să fie de minim 1000 lm/m2. Sursele de iluminat
ar trebui să fie alese pentru a preveni umbrele.

4.2.4 Operaţii de Asamblare în Exploatare În operaţiile
de asamblare în exploatare pe produse de Clasa 3, unde
controlul condiţiilor de mediu nu se poate asigura în mod
efectiv, vor trebui4 luate precauţii
pentru a maximiza calitatea
conexiunilor lipite şi a minimiza
efectele de mediu necontrolat asupra
operaţiilor care sunt realizate pe
hardware.

4.3 Cerinţe Generale pentru Montarea Reperelor Atunci
când un proiect impune în mod expres montarea unor
componente incapabile de a rezista
unui proces particular, aceste
componente vor trebui5 să fie
montate şi lipite pe ansamblu într-o
operaţie separată.

Dacă se impune curăţarea, reperele vor trebui5 să fie
montate cu o distanţă suficientă
între corpul reperului şi suprafaţa PCB-ului pentru a
asigura o curăţarea adecvată şi testarea gradului acesteia.
Ansamblurile ar trebui curăţate după fiecare operaţie de
lipire astfel încât operaţiile ulterioare de plantare şi lipire să
nu fie afectate de contaminanţi (v. 8, Cerinţele Procesului
de Curăţare).

Pe ansamblurile care folosesc tehnologii mixte de montare,
componentele cu terminale în găuri metalizate ar trebui
montate pe o singură faţă a cablajului. Componentele
montate pe suprafaţă pot fi montate pe oricare din feţele
ansamblului.

Reperele ar trebui montate astfel încât marcările şi
referinţele specifice să fie vizibile (v. 9.2).

4.4 Obstrucţia Găurii Părţile şi componentele vor trebui6

să fie montate astfel încât acestea să
nu împiedice curgerea aliajului spre
faţa de destinaţie a aliajului prin
găurile metalizate (PTH) care necesită
a fi lipite. (A se vedea Fig. 4-1 şi
4.1.4.3)

4.5 Izolarea Capsulei Metalice a Componentei
Componentele care au capsule
metalice vor trebui7 să fie izolate
electric de elementele electrice
conductive din apropiere.

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(6) Clasa 1-Accept
Clasa 2-Ind Proc
Clasa 3-Defect

1
2

3

4
IPC-001d-4-001

Figura 4-1 Obstrucţia Găurii
1. Montaj Apropiat
2. Aer
3. Corpul componentei
4. Aliaj

(7) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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4.6 Limitele Întinderii Adezivilor Materialele adezive,
atunci când sunt folosite, nu vor trebui1 să împiedice
posibilitatea formării unei conexiuni
lipite corespunzător. Materialele
adezive care se extind de sub
componentele SMD nu vor trebui2

să fie vizibile în ariile terminaţiilor.
Materialele adezive, de ex. cele
utilizate la susţinere, îmbinare, nu vor
trebui1 să contacteze ariile neprotejate ale unei
componente care are corpul de sticlă introdus
într-un manşon de protecţie.

4.7 Montarea de Repere peste alte Repere (Suprapunerea
Componentelor) Atunci când este
prevăzut în proiectul/documentaţia de
asamblare, reperele nu vor trebui3 să
afecteze distanţele de izolare faţă de
alte componente sau repere.

4.8 Conectori şi Arii de Contact Suprafaţa(ele) de
împerechere (lucru) ale conectorilor sau acele arii de
contact folosite în scopul stabilirii unei
legături electrice vor trebui4 să fie
curate de contaminanţi sau alte
materiale străine.

4.9 Manipularea Reperelor Reperele vor trebui5 să
fie manipulate într-un astfel de mod încât să se elimine
defectarea terminaţiilor şi să se evite necesitatea de
îndreptare a terminalelor la operaţiile ulterioare. Odată ce
reperele sunt montate pe PCB, ansamblurile nelipite vor
trebui5 să fie manipulate, transportate ( de ex. cu ajutorul
mânilor sau automat pe un conveior) şi procesate într-un
astfel de mod încât să se excludă orice mişcare care ar
avea un efect dăunător în formarea unor îmbinări lipite
acceptabile. Atunci când componetele sunt lipite cu pastă
de aliaj, ansamblul nelipit ar trebui procesat astfel încât
componenta să nu se deplaseze pe pastă rezultând astfel
o componentă nealiniată care depăşeşte cerinţele din
Capitolul 7. După realizarea
operaţiilor de lipire, ansamblul va
trebui5 să fie suficient răcit astfel
ca aliajul de lipire să fie solidificat
înainte de manipularea ulterioară.

4.9.1 Preîncălzirea La operaţiile de lipire, altele decât cele
realizate manual, ansamblurile ar trebui să fie preîncălzite
pentru a se minimiza efectul prezenţei solvenţilor volatili
înainte de expunerea la aliajul topit, a reduce şocul termic
aplicat la PCB şi componente, a
îmbunătăţi curgerea aliajului şi a
minimiza timpul căt aliajul este în
faza topită. Expunerea la temperatura
de preîncălzire nu va trebui6 să

defecteze PCB-ul, componentele sau performanţele de
lipire.

4.9.2 Răcirea Controlată Răcirea controlată ar putea să
fi utilizată. Dacă este folosită, răcirea
controlată (accelerată sau cu o rampă
de încetinire) va trebui7 să fie
în concordanţă cu procedurile
documentate.

4.9.3 Uscare/Degazare Înainte de lipire, ansamblul poate
fi tratat încât să reducă efectul dăunător al umezelii sau a
altor compuşi volatili.

4.9.4 Dispozitive şi Materiale de Susţinere Echipamentele,
dispozitivele, materialele sau alte tehnici folosite la
manipularea PCB-urilor sau de menţinere a reperelor şi
componentelor pe PCB-uri, în toate momentele şi fazele
procesului de lipire, vor trebui 8 să nu contamineze,
defecteze sau să ducă la degradarea PCB-urilor
şi componentelor. Echipamentul, dispozitivele,
materialele sau tehnicile aplicate
ar trebui să fie adecvate menţinerii
poziţiei componentei şi să permită
curgerea aliajului prin găurile
metalizate şi/sau pe ariile terminalelor.

4.10 Radiatoare Atunci când se lipeşte manual
o componentă de care se ştie că este
sensibilă la temperatură, va trebui9

să fie ataşat un şunt termic sau un
radiator între aria ce trebuie lipită şi
corpul componentei pentru a micşora
încălzirea componentei.

4.11 Maşina de Lipit (Nonreflow)

4.11.1 Controlul Echipamentelor Producătorul va
trebui10 să păstreze proceduri operaţionale care să
descrie procesul de lipire şi operarea corespunzătoare
a maşinii automate de lipit şi a echipamentelor asociate.

Pentru maşina de lipit, aceste
proceduri, ca o cerinţă minimă, vor
trebui10 să definească temperatura de
preîncălzire, procedurile de aplicare
a fluxului şi acoperirea, temperatura
aliajului, controlul atmosferei (dacă se aplică), viteza
conveiorului, frecvenţa măsurătorilor de verificare
a temperaturilor şi frecvenţa de analiză a compoziţiei
băii de aliaj.

Dacă oricare dintre caracteristicile menţionate anterior
necesită a fi reajustată pentru un ansamblu diferit, alt
proiect sau orice alt element real de identificare, vor
trebui10 să fie identificaţi parametrii de ajustare utilizaţi.

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Accept
Clasa 2-Ind Proc
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(6) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(7) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(8) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(9) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(10) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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4.11.2 Baia de Aliaj Perioada de expunere a oricărui cablaj
imprimat la baia de aliaj va trebui1

să fie limitată la o durată care nu
va degrada cablajul sau elementele
montate pe acesta. Temperatura
aliajului din baie, în funcţie de aliajul
folosit, va trebui2 să fie reglată la o
valoare predeterminată cu o toleranţă
de ± 5ºC [9ºF].

4.11.2.1 Întreţinerea Băii de Aliaj Puritatea aliajului
din baia maşinii de lipit a ansamblurilor va trebui3 să fie
menţinută în conformitate cu 3.2.2. Zgura va trebui3 să fie
îndepărtată din baia de aliaj într-un
astfel de mod încât să se asigure
că zgura nu intră în contact cu
elementele de lipit. Sunt acceptabile
metode manuale sau automate de
îndepărtare a zgurei.

4.12 Lipirea prin Retopire (Reflow)
Producătorul va trebui4 să dezvolte şi
să menţină proceduri operaţionale care
descriu procesul de lipire prin reflow
şi funcţionarea corespunzătoare a
echipamentului. Aceste proceduri, ca o cerinţă minimă,
vor trebui4 să definească profilul reproductibil timp/
temperatură incluzând procedurile de aplicare şi acoperire
cu flux şi pastă de lipire, operaţia de uscare/degazare (când
este cerută), operaţia de preîncălzire (când este cerută),
controlul atmosferei (dacă este folosit), operaţia de retopire
a aliajului şi operaţia de răcire (vezi 4.9.2). Aceşti paşi pot
fi o parte ai unui sistem integrat sau o succesiune legată
sau pot fi realizaţi printr-o serie de operaţii separate.

4.13 Lipire Intruzivă (Pastă-în-Gaură) Aceste criterii
se aplică la lipirea prin reflow a conexiunilor
din găuri. Aliajul va trebui5 să fie
aplicat pe un ansamblu astfel încât
conexiunile lipite în găuri prin
reflow să corespundă cerinţelor
din Tabelul 4-1.

4.14 Conexiunea Lipită Toate conexiunile lipite vor
trebui6 să prezinte dovezi clare de umezire şi de aderenţă
acolo unde aliajul se îmbină pe suprafaţa de lipit. Lipiturile
conexiunilor ar trebui să aibe un aspect în general neted.
Diverse semne sau zgârieturi în lipitura conexiunii nu
vor trebui6 să degradeze integritatea acestei legături.

Există compoziţii de aliaje de lipire, acoperiri de
componente şi terminale sau de circuite imprimate şi
procese speciale de lipire ( de ex. răcire lentă a cablajelor
de masă mare) care ar putea să prezinte lipiturile cu un
aspect mat, nelucios, satinat, gri sau cu un aspect grăunţos
şi care sunt considerate normale pentru materialul sau
procesul folosit. Aceste lipituri ale conexiunilor sunt
acceptabile.

Umezirea nu poate fi apreciată întotdeauna prin aspectul
suprafeţei. În mod tipic, gama largă de aliaje de lipire
folosite ar putea să prezinte unghiuri de contact începând
de la valori mici sau aproape de zero până în apropierea
celei de 90º. Ca o îmbinarea prin lipire să fie acceptabilă
aceasta va trebui6 să prezinte dovada umezirii şi aderenţei
în zona unde aliajul de lipire se amestecă pe suprafaţa de
lipit. Unghiul de umezire în punctul de contact al lipiturii
(aliaj la componentă şi aliaj la zona de lipire de pe cablaj)
nu va trebui6 să depăşească 90º (Fig. 4-2 A, B). Ca
o excepţie, unghiul de umezire în
punctul de contact dintre aliaj şi
zona de lipire de pe cablaj, poate
depăşi 90º (Fig. 4-2 C, D) atunci
când se depăşeşte conturul landului
sau lacul selectiv la lipire.

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Tabel 4-1 Acceptabilitate Lipituri, Lipire Intruzivă, Găuri Metalizate1

Criteria Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3
A. Umplerea pe verticală cu aliaj2. Nespecificat 75% 75%
B. Umezirea pe faţa sursă a aliajului între terminal şi interiorul găurii3. 270° 270° 330°
C. Procentul din aria landului udată corespunzător cu aliaj pe faţa sursă
a aliajului3. 75% 75% 75%

D. Racordul şi udarea corespunzătoare cu aliaj pe faţa destinaţie a
aliajului între terminal şi interiorul găurii. Not Specified 180° 270°

E. Procentul din aria landului udată corespunzător cu aliaj pe faţa
destinaţie a aliajului. 0 0 0

Nota 1. Aliajul care a udat se referă la cel aplicat de procesul de lipire.
Nota 2. Procentul de 25% de neumplere include adânciturile atât pe faţa destinaţie cât şi pe cea sursă.
Nota 3. Se aplică la oricare faţă la care pasta de lipire era aplicată.

(6) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

90˚ <90˚ >90˚ 

θθ θ

>90˚ 

θ

A B C D

Figura 4-2 Unghiuri de Umezire Acceptabile
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Prima diferenţă dintre lipiturile create cu aliaje staniu-
plumb şi procesele care folosesc aliaje fără plumb constă
în aspectul vizual al acestora. Toate celelalte criterii
pentru racordul lipiturii sunt la fel. Fotografiile din
Anexa E prezintă lipituri acceptabile folosind diverse
tipuri de aliaje şi procese.

Îmbinările cu staniu-plumb sau fără plumb pot prezenta
aspecte similare dar cele fără plumb, mult mai probabil,
pot avea suprafaţă rugoasă (grăunţoasă sau mată) sau
unghiuri diferite de contact.

4.14.1 Expunerea Metalului de Bază Expunerea
metalului de bază pe terminale sau landuri este
acceptabilă cu asigurarea că acestă situaţie nu face
parte din zona care necesită a fi acoperită cu aliaj.
Aceste suprafeţe includ în mod tipic, dar nu sunt
limitate doar la acestea, capetele terminalelor de
componente şi zonele laterale pe landuri şi/sau
traseele cablajelor imprimate.

4.14.2 Expunerea Acoperirilor Suprafeţelor Expunerea
acoperirilor suprafeţelor pe terminale sau landuri este
acceptabilă cu asigurarea că acestă situaţie nu face parte
din zona care necesită a fi acoperită cu aliaj.

4.14.3 Lipituri Defecte Următoarele
condiţii ale lipiturilor vor trebui1 să
fie considerate ca defecte:

a. Lipituri fracturate

b. Lipituri deranjate

c. Lipituri reci

d. Aliaj care afectează distanţa minimă de izolare (de ex.
punţi de aliaj), sau care contactează corpul componentei
(cu excepţia notate în 7.6.7 şi 7.6.8).

e. Neîncadrare la cerinţele de umezire din 4.1.4

f. Poduri de aliaj între conexiuni cu excepţia celor
necesare prin proiect.

4.14.4 Lipituri Vizibile Parţial sau Ascunse Lipiturile
conexiunilor vizibile parţial sau ascunse sunt acceptabile
cu asigurarea că următoarele cerinţe sunt îndeplinite:

a. Proiectul nu împiedică aliajul să ajungă la orice
element de conexiune pe faţa destinaţie a aliajului
(de ex. terminale de componente în găuri metalizate)

b. Porţiunea vizibilă, oricare, a conexiunii pe oricare
parte a găurii metalizate (sau porţiunea vizibilă a
unei conexiuni SMD) este acceptabilă.

c. Parametrii de control ai procesului sunt menţinuţi
într-un astfel de mod încât se asigură repetabilitatea
tehnicilor de asamblare.

5 CONEXIUNI CU FIRE ŞI TERMINALE

5.1 Pregătirea Firului şi a Cablului Decolorarea izolaţiei
rezultată din dezizolarea termică este permisă, totuşi,

izolaţia nu va trebui2 să fie carbonizată. Agenţii chimici
de dezizolare vor trebui2 să fie folosiţi numai pentru fire
solide şi să fie neutralizaţi chimic sau
îndepărtaţi înainte de lipire.

Numărul firelor defectate (ciupite sau
rupte) dintr-un cablu multifilar nu va
trebui2 să depăşescă limitele date în
Tabelul 5-1. Nu va trebui3 să fie
admisă o deformare în formă de
colivie a mănunchiului de fire, dincolo de diametrul
exterior al izolaţiei. (Recomandări şi cerinţe privind
utilizarea firelor în aplicaţii de înaltă tensiune sunt date
în 1.13.2.3)

5.1.1 Cositorirea Cablului Multifilar Porţiunile cablurilor
multifilare care urmează a fi lipite vor trebui4 să fie
cositorite înainte de montare când:

• Firele vor fi preformate pentru lipire pe terminale.

• Firele vor fi preformate pentru lipire prin îmbinare
(alte procedee decât în ochiuri).
Curgerea prin capilaritate a aliajului
sub izolaţie nu va trebui5 să se
extindă în porţiunea firului care este
cerută să rămână flexibilă. Aliajul va
trebui4 să ude porţiunea de cositorit
şi ar trebui să pătrundă la straturile
interioare de fire.

Cablurile multifilare nu vor trebui4 să fie cositorite când:

• Firele vor fi folosite în conexiuni sertizate.

• Firele vor fi folosite la legături cu înfiletări.

• Firele vor fi folosite la o îmbinare în ochiuri.

• Firele vor fi folosite în dispozitive termocontractibile.

5.2 Lipirea pe Terminale Terminalele
şi cele tip cupă nu vor trebui6 să fie
modificate pentru a accepta conductori
mai mari.

5.3 Montarea Terminalelor Bifurcate, Tură şi Crestate

5.3.1 Defectarea Tijei Tija nu va
trebui7 să prezinte despicături sau
fisuri circumferenţiale, indiferent
de mărimea lor. Tija terminalului nu
va trebui7 să fie perforată, despicată,
fisurată sau să aibe alte discontinuităţi de o astfel de
mărime încât uleiurile, fluxurile, cernelurile sau alte
substanţe lichide folosite în procesarea cablajelor să
poată să fi prinse în interiorul găurii de montare.

5.3.2 Defectarea Flanşei Aria roluită sau umflată a flanşei
va trebui1 să nu prezinte lipsă de material, despicături sau
fisuri circumferenţiale.

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Accept
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(6) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(7) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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